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1.4mm Max.
(1310 m Typ.)

ELPIDA

ggooobod ugn gaoo

ggobbdooobtoodoobooobboobuoooobbuoobbooobnbooon
ggobbooobuoooobuooobbboooboooobo

e[l I0OOOOOODLDDOOO
gogobobooooooan
gooood

U0 003-3281-1648

E-maill press@elpida.com



	秋田エルピーダメモリ 世界最薄1.4mm、20段チップ積層パッケージ開発に成功

